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※研究概要（Summary ）： 

SOI Wafer を用いた、櫛歯型静電駆動アクチュエー

タのデバイス試作。櫛歯型アクチュエータの変位パラ

メーターである櫛歯数や、電極間距離を変位させるこ

とで、デバイス設計時の駆動が実現可能かを検証する。 

 

※実験（Experimental）： 

まず、CAD ソフトを用いての MEMS デバイス設計

(20mm 角)と構造計算を実施。その後、マスクの作製、

フォトリソグラフィと Deep RIE 処理を実施。HF 溶

液による BOX 層エッチング＆構造体リリースを行っ

た後、In を用いての電極ワイヤボンディングを施工。

デバイスの動作検証・観察・評価までを検証する。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

完成した 10V 駆動仕様の櫛歯型アクチュエーター

デバイスへ 10～100V の電圧印可・動作検証を試みた

が動作せず。電子顕微鏡にて断面表面観察を実施した

ところ、リリース部のハンドル層への張付きが確認さ

れた。 

 

 

HF 処理後の乾燥工程時に IPA による乾燥を試みたが、

当初想定していたよりも遥かに表面張力が強く、駆動部

を正確にリリースさせることが出来なかった。MEMS

デバイスにとって、乾燥工程は極めて重要なプロセスで

あることを今回学んだため、次回は CO2超臨界による乾

燥を実施し、デバイス動作までを確認したい。 

 

※その他・特記事項（Others）： 
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